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Внутрішньосхемне тестування – технологія перевірки окремих елементів 
на платі або окремих вузлів  схем з використанням спеціалізованого обладнання 
(ICT-станцій) і електромеханічного пристрою (голчастого адаптера). Така 
технологія дозволяє аналізувати як окремі елементи схеми, так й аналогові гілки 
схем. При реалізації цієї технології, що реалізує фізичний контакт голок з 
друкованими провідниками й контактами елементів, які тестуються, виникають 
труднощі при реалізації цієї технології в тестуванні. В першу чергу постійна 
мініатюризація елементів призводить до суттєвих зменшень геометричних 
розмірів та форм контактних майданчиків і їх вимушеному переміщенню під 
корпуси елементів. 

Одним з варіантів усунення цих проблем є використання методу 
тестування «літаючими щупами» або «літаючими матрицями». Таке рішення 
дозволяє не виводити спеціальні контактні майданчики для тестування, але при 
цьому значно збільшується час перевірки. В результаті внутрішньосхемного 
тестування формується звіт про тестування, приклад якого зображено на рис.1. 

 

    
Рисунок 1 – Приклад звіту з внутрішньосхемного тестування 

 

Застосування внутрішньосхемного тестування обмежується необхідністю 
значних витрат на обладнання, розробку і виготовлення голчастих адаптерів, 
необхідність у кваліфікованому аналізі тестопридатності схеми друкованої 
плати і оптимізації розміщення голок ICT, необхідність залучення 
кваліфікованих тест-програмістів для розробки ефективних програм тестування.  


